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Abstract (en)
The device has a contact element (13) arranged in housing (11) that is formed as housing lower part and housing cover. The contact element
includes a connection link for a crimping connection for fixing a cable and another connection link for the crimping connection for forming an
electrically conducting connection with a conductor. The contact element includes a contact pin for forming the electrically conducting connection
with a terminal of a printed circuit board (15), where the contact pin is provided with an express zone and soldiering lug. An independent claim
is also included for a method for fastening cable to a printed circuit board and for manufacturing an electrically conducting connection between a
conductor of the cable and a terminal of the printed circuit board.

Abstract (de)
Es wird eine Verbindungsvorrichtung zur Befestigung mindestens einer Leitung (17) auf einer Leiterplatte (15) und zur Herstellung einer elektrisch
leitenden Verbindung zwischen einem Leiter (16) der Leitung (17) und mindestens einem entsprechenden Anschluss (35) der Leiterplatte (15)
beschrieben, wobei die Verbindungsvorrichtung ein Gehäuse (11, 41, 42) aufweist. Zur Herstellung einer mechanisch und elektrisch sicheren
Verbindung zwischen Leitung und Leiterplatte ist in dem Gehäuse (11, 41, 42) mindestens ein Kontaktelement (13, 43) angeordnet, wobei
das Kontaktelement (13, 43) jeweils erste Mittel (31, 53) zur Festlegung der Leitung (17), zweite Mittel (33, 53) zur Ausbildung einer elektrisch
leitenden Verbindung mit dem Leiter (16) und dritte Mittel (25, 39, 49) zur Ausbildung einer elektrisch leitenden Verbindung mit mindestens einem
entsprechenden Anschluss (35) der Leiterplatte (15) aufweist.
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